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Polymesh 55 plus

Producto

Tejido de poliéster microperforado de 170g con un recubrimiento especial de resina, dando como resultado una rejilla
libre de PVC. Se puede soldar por alta frecuencia como soldado térmico. 100% reciclable y sostenible con el medio
ambiente de acuerdo con el cédigo internacional de plastico ne 1 (PET). Este material resulta ideal para aplicaciones en
exteriores que requieran una rejilla con una aprovacién ecoldgica libre de PVC. Disponible en anchos de hasta 5 metros.

Ventajas

1- 100 % reciclable de acuerdo con el cédigo internacional de plastico ne 1 (PET).
2- Trama mas cerrada para una mayor definicion y colorimetria.

3- Soldable por alta frecuencia y soldable térmico.

4- No se arrugla ni se pliega.

5- Ligero y facil de manejar e instalar.

6- Disponible en anchos de hasta 5 metros.

7- Mayor resistencia al exterior.

Aplicaciones

- Aplicaciones en interiores o exteiores que requieran una aprobacién ecoldgica libre de PVC.
- Senalizaciones colgantes.

- Pancartas.

- Expositores voladizos.

- Disefio y construccién de stands.

- Displays POS.

Compatibilidades
Tintas: UV / Latex / Solvente / Eco-Solvente
Datos técnicos

Hasta 500 cm
68 % poliéster - 32% resina

Anchos:
Composicion:

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES ‘ METODO
ESPESOR (mm) 0.29
PESO TOTAL (g/m?) 170+ 15 ENISO 2286-2
PESO DEL SOPORTE (g/m?) 115+ 10 ENISO 2286-2
CARGA DE ROTURA (daN/50mm) .II-. gg ENISO 1421
RESISTENCIA AL DESGARRO (daN) .II'. 255’ DIN 53363
MEDIA DE TRANSMISION DE LUZ 19 SF 600 Plus
Spectrofotémetro
AREA ABIERTA (%) 10 Interno
L: Longitudinal T:Transversal
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